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图 1: AWS大事记及 AWS收入趋势（十亿美元） 

  
来源：computerworld.com，尚乘研究预测 

尚乘观点：为了继续在新产品和客户解决方案上与主要对手竞争，AWS在本月初的 re:Invent 2019上

推出了一系列新产品和服务。此次发布的重点包括用于云计算的新芯片，对数据仓库 RedShift的改

进，机器学习服务 SageMaker的新功能，以及最重要的——私有云和边缘计算解决方案。就广度和

深度而言，我们认为 AWS仍是云计算行业的领导者。关于收入，我们预计 AWS的总收入将在 2019

年同比增长 36%至 350亿美元（具体内容请参阅英文版本）。  
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 新闻更新 

 

2019年 12月 10日  小米正式发布红米 K30 5G，目前市场上最实惠的 5G 手机 

  Redmi K30正式在中国推出，手机提供 4G和 5G两种版本。 Redmi K30 5G 全球
首发高通首款集成式 5G处理器骁龙 765G移动平台，采用顶级的 7nmEUV制程
工艺。得益于集成骁龙 X52 调制解器，手机可支持双模 5G（SA 和 NSA），同
时手机还具有 MultiLink 三路并发功能。 Redmi K30 5G 使用 6.67 英寸 LCD 显示
屏，刷新率为 120Hz。显示屏采用了挖孔屏，右上角双挖孔，搭载一颗 2000万
像素自拍摄像头和一颗 200万像素景深摄像头。Redmi K30 5G 背部搭载有一颗
6400 万像素主摄像头（配有索尼 IMX686 感光元件），一颗 800 万像素超广角
摄像头（120 度超广角），一颗 500 万微距摄像头和一颗 200 万像素的景深摄
像头。 Redmi K30 5G配有 12 组天线设计，并支持双频 GPS。 6GB / 64GB 机型
售价为人民币 1,999 元（284 美元），其实惠的价格使其成为最便宜的 5G 手
机。（来源：Gizmochina） 

 

2019年 12月 9日  Realme 将推出其首款无线耳机 Realme Buds Air 

  Realme 将于 12 月 17 日推出其首款无线耳机 Realme Buds Air。这款耳机的外观
与 AirPods相似，有白、黄、黑三种配色选择。在配置上，将采用 12纳米低音
驱动器、蓝牙 5.0连接，支持开盖即连，可以通过智能触控来控制音乐播放、
通话等，并内置 Google Assistant 语音助手。Realme 为老顾客和参与推广活动的
用户提供了 400 卢比的优惠券。（来源：Gadget） 

 

2019年 12月 9日  Oppo Reno 3 Pro 预计将要发布，已确认将搭载双模 5G 芯片 

  Oppo 宣布 Oppo Reno 3 Pro 将搭载 Snapdragon 765G SoC，支持双模 5G。 一些媒
体声称该手机将配备四后置摄像头，将包括一个 4,800 万像素的主摄像头，一
个 1,300万像素的第二摄像头，800万像素的第三摄像头和一个 200万像素的景
深摄像头。同时，该手机据说还支持 30W 的快速充电。到目前为止，尚不清
楚 Oppo Reno 3 Pro的具体上市时间和发售价格。（来源：Gizmochina） 

 

2019年 12月 6日  台积电 5纳米制程将于 2Q20开始量产 

  台积电将于 2Q20 开始量产 5 纳米制程，产能可能比最初预计的翻倍。该公司
同时规划在 2022年量产 3纳米工艺；2020年的资本支出将与今年相近，在 140

亿到 150 亿美元左右。新竹的新研发中心将于 1Q20动工，预计 2021 年完工启
用，会成为台积电未来 20年先进技术的研发基地。（来源：Gizchina） 
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https://www.gizmochina.com/2019/12/10/redmi-k30-5g-for-1999-yuan-284-brings-120hz-display-sd765g-and-six-cameras-with-sony-imx686/
https://gadgets.ndtv.com/audio/news/realme-buds-air-branding-launch-india-december-17-ceo-madhav-sheth-confirms-features-teased-2145759
https://www.gizmochina.com/2019/12/09/oppo-reno-3-and-reno-3-pro-5g-reservations-page-appear-to-reveal-key-details-and-renders/
https://www.gizchina.com/2019/12/06/tsmcs-5nm-process-will-be-mass-produced-in-q2-next-year/
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2019年 12月 6日  华为将发布麒麟 1020和麒麟 820芯片 

  华为可能于 2020 年 9 月发布高端麒麟 1020 芯片和中端麒麟 820 芯片。据报
道，麒麟 1020 芯片将采用 5 纳米工艺制程制造，基于 ARM A77 CPU 架构，内
置 5G 调制解调器，性能较麒麟 990 提升 50%，将由华为 Mate 40首发搭载。而
麒麟 820 则将使用 7 纳米技术，集成 5G 基带，将首先应用于华为 nova 7 或荣
耀 10X。（来源：Sina） 

 

2019年 12月 6日  苹果预计将于 2020年 3月发布平价 iPhone 9 

  苹果预计将于 2020 年 3 月发布新款 iPhone 9。新 iPhone 外观设计将与 iPhone 8

相似，配备 4.7 寸屏幕和 home 键，支持 Touch ID，但将搭载 A13 Bionic 芯片。
起售价可能为 399 美元，预计 2020 年出货量将达到 3,000 万件。（来源：
MacRumors） 

 

2019年 12月 6日  三星即将发布可纵向折叠的手机 Galaxy Fold 2 

  三星已经确认在开发可在纵向上折叠的手机，与售价 1,500 美元的摩托罗拉
Razr 竞争。近期有媒体报导三星可折叠手机的售价可能远低于预期，售价将
大约在 845 美元左右。三星 Galaxy Fold 2 据称将配备可支持 5 倍光学变焦的摄
像头，将会于明年 2 月 Galaxy S11 发布时正式发布产品信息。同时，此台设备
还或将支持 5G 及 25W快速充电。（来源：Tomsguide） 

 

2019年 12月 6日  高通发布 XR2平台，支持 5G AR和 VR 设备 

  在高通举行的高通骁龙技术峰会上，高通正式发布了其骁龙 XR2 平台，该平
台号称世界首个支持 5G 拓展现实的 XR 平台 。XR2 的显示单元可支持高达
90fps 的 3Kx3K 单眼分辨率，也是首个在流传输和本地播放中支持 60fps 的 8K 

360 度全景视频的 XR 平台。与高通公司当前的 XR 平台相比，Snapdragon XR2

平台在 CPU 和 GPU 性能、视频带宽、分辨率和 AI 方面均具有显着的性能改
进。（来源：Techcrunch） 

 

2019年 12月 5日  村田制作所开发出超小型多层陶瓷电容器 

  村田制作所开发出超小型多层陶瓷电容器，型号为 GRM011R60J104M。相比同
容量产品，这款新产品的表面积缩小了一半、体积减小至五分之一；储存容
量则是同尺寸产品的十倍。随着 5G 的普及，电子元件需要小型化、高密度
化，这款新产品满足这一要求，可以被应用于智能手机与可穿戴设备，将于
2020 年开始量产。（来源：Murata） 
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https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/6497016351/183409a1f00100lnyu
https://www.macrumors.com/2019/12/06/iphone-se-2-might-be-iphone-9/
https://www.tomsguide.com/round-up/galaxy-fold-2-release-date-price-specs-design-and-leaks
https://techcrunch.com/2019/12/05/qualcomm-launches-the-xr2-platform-for-5g-connected-ar-and-vr-devices/
https://www.murata.com/en-global/products/info/capacitor/mlcc/2019/1205
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2019年 12月 4日  高通发布骁龙 865和骁龙 765处理器，预计 2020年第一季度开始发售 

  高通正式发布了新一代骁龙移动平台，包括骁龙 865、骁龙 765/骁龙 765G。 

1）骁龙 865: 骁龙 865 主要为旗舰级设备设计，使用了公司无线设备及处理器
等方面最新的技术，继承了最新的 Kryo 585 CPU、Adreno 650 GPU 图形核心、
第五代人工智能引擎，Spectra 480 CV-ISP等诸多模块。 

2）骁龙 765/765G: 骁龙 765和骁龙 765G 均使用高通公司的新一代 AI 引擎和低
功耗传感集线器，使设备能够情境感知语音指令，且不消耗更多电量。 集成
的 ISP还支持多摄像机拍摄，使用户可以同时从主摄像头、望远摄像头和广角
摄像头进行拍摄。它还可拍摄 4K HDR视频。 骁龙 765/765G 使用新的 Kryo 475 

CPU内核，主频高达 2.3GHz。 同时还搭载 Adreno 620 GPU，比上一代产品性能
提高 20%。  

骁龙 765 针对大部分主流手机设计，骁龙 765G 主要为游戏设计。骁龙 765 和
骁龙 765G 之间的主要区别是 765G 相比 765 图形性能提高了大约 10%。（来
源：Anandtech） 

 

2019年 12月 3日  金山软件与小米签订三年框架协议 

  金山软件与小米签订三年框架协议。金山软件将向小米提供若干综合服务，
包括云服务、推广服务、邮箱定制开发服务及广告代理服务；与小米共同经
营金山开发的游戏；向小米提供包括独立第三方制造的服务器、存储设备、
负载均衡器等硬件产品。小米也将向金山软件提供推广服务、软件开发服
务、餐厅服务等，并向金山提供小米的产品。（来源：Sina） 

 

2019年 12月 3日  小米 10将会为首批搭载骁龙 865处理器的智能手机 

  小米新一代旗舰机小米 10 将于 2020 年 2 月发布。小米 10 将会搭载 Snapdragon 

865八核处理器，同时搭载高通 X55芯片，支持 5G。小米 10将会采用 6.2英寸
AMOLED 屏幕，配备 5000 毫安电池，并可支持 40W 快充。有媒体报导称该手
机将会搭配三摄，分别为一个 4500 万像素摄像头，及两个 1200 万像素摄像
头。小米 10具体细节还需等待后期正式发布。（来源：Notebookcheck） 
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https://www.anandtech.com/show/15178/qualcomm-announces-snapdragon-865-and-765-5g-for-all-in-2020-all-the-details
https://cj.sina.com.cn/articles/view/5617041192/14ecd3f2802000tseo
https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-announces-Mi-10-smartphone-with-Snapdragon-865.445926.0.html
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